
异相成核银包铜项目
商业计划书



白银价格飙升
300%

<5%
高端MLCC导电银浆国产化率

银价成本高昂

高端银浆国产化率低

 显著的成本优势
银用量可减少至10%，较纯银浆降本60%~80%

卓越的导电性与导热性
兼具铜和银的高导电性，导电性

能接近纯银

优越的抗“银迁移”性
银在湿电场下易发生“电子迁移”导

致短路，银包铜能有效避免此问题

纯银价格大涨，已突破 2.3 
万元/kg，光伏银浆占电池片
成本20%以上，降本压力大

高端 MLCC、芯片封装用银
浆国产化率不足 5%，核心
技术与产能被国外垄断

环保压力大

传统氰化镀工艺污染严重，
环保监管趋严，企业合规成
本大幅提升

项目背景  银包铜——“少银化”降本核心路径  



随着国家“双碳”战略的深入实施，光伏新能源、
高端电子制造产业快速发展，市场需求持续爆发。

导电银浆贯穿“芯片-元器件-模块-整机”全产业
链， 是电子工业不可或缺的关键功能材料

应用场景 多场景应用，新质生产力产业基石



 年度  指标 光伏
消费
电子

MLCC
新能
源车

5G/6
G通信

合计

2025

银浆总规模 132.0 46.8 32.5 28.6 19.2 259.1

渗透率 15.2% 8.5% 6.2% 7.8% 5.1% 11.3%

银包铜规模 20.06 3.98 2.02 2.23 0.98 29.27

2026

银浆总规模 145.5 51.2 35.7 33.2 22.5 288.1

渗透率 24.8% 13.2% 10.5% 14.0% 9.3% 19.0%

银包铜规模 36.08 6.76 3.75 4.65 2.09 53.33

2030

银浆总规模 198.0 72.5 52.3 59.6 41.8 424.2

渗透率 42.5% 28.0% 25.5% 31.0% 22.0% 34.3%

银包铜规模 84.15 20.30 13.34 18.48 9.20 145.47

Ø 银包铜整体市场规模从2025年的29.27
亿元猛增至2030年的145.47亿元

Ø 五年增长近5倍，年复合增长率接近
38%，行业处于高速成长期

市场加速爆发

Ø 光伏领域贡献了绝大部分增量
Ø 2030年单一市场规模达84.15亿元，占

总规模的58%，是银包铜最大的应用市
场

光伏是绝对引擎

Ø 银包铜在整体银浆中的渗透率从11.3%
提升至34.3%

Ø 说明该技术正快速取代纯银浆，降本效
应得到市场广泛认可

渗透率翻三倍

市场规模 银包铜开启“以铜代银”的百亿新赛道  
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导电性能贴近纯银，大幅领先裸铜粉浆料。银包铜浆料固
化后方阻仅比同固含纯银浆高 5%～18%，可满足绝大多
数中低压导电场景

电学性能优势

外层致密银壳隔绝空气、水汽、酸碱腐蚀，常温储存 6～
12 个月粉体不氧化。耐湿热、耐焊锡性能优于纯铜。可靠性优势

工艺优势
全产线兼容原有纯银浆设备，无需大额产线改造。印刷工
艺性能匹配纯银，银包铜粉体球形度、粒径可控，浆料流
变、触变性能接近银浆，细线印刷能力优秀

纯银浆银含量 60%～85%，银价是贵金属大宗商品；银
包铜粉体银包覆占比仅3%～12%，主体原料为廉价电解
铜，同等导电效果下贵金属消耗量下降 70%~90%

成本优势

铜全球储量充足、产能过剩，供给稳定；白银属于稀缺贵
金属，国内自给率不足 30%，高度依赖进口；银包铜降低
国内电子产业白银对外依存度；国内银包铜粉体国产化成
熟，全产业链国产替代，不受海外银粉巨头垄断定价制约

供应链与资源优势

行业优势 重构电子浆料成本新边界 



Ø 多元合金化改性：通过微量合
金元素掺杂，优化银层晶体结
构，提升导电性与抗氧化性

Ø 梯度包覆设计：银层从内到外
梯度设计，兼顾结合力、导电
性、抗氧化性

Ø 无氰络合体系：采用环保无氰
络合剂，替代传统氰化物，彻
底解决氰污染问题

Ø 异相成核控制：精准控制银离
子在铜粉表面的成核、生长过
程，实现银层连续致密包覆

Ø 源头减排：优化工艺配方，减
少重金属、氨氮、COD排放

Ø 末端高效处理：配套高效污水
处理系统，可将原水处理至满
足上海市松江区污水综合排放
标准，实现稳定达标排放

无氰异相成核包覆技术01

环保废水处理技术03低银含高导电配方体系02

核心技术 重新定义银包铜性能天花板  



技术指标 传统国产银包铜粉 进口高端银包铜粉 本项目产品 改善幅度

稳定量产最低银含量 10% 3% 5% 较国产产品降本50%

包覆率 ≥95% ≥99% ≥98% 较国产产品提升3pct

电阻率 6.0-7.0μΩ·cm 5.5-6.0μΩ·cm 5.8-6.5μΩ·cm 较国产产品低10%以上

硝酸银浸泡变色时间 ≥10min ≥30min ≥20min 较国产产品提升100%

环保性 含氰、高污染、高能耗 环保合规 无氰、底能耗 彻底解决氰污染问题

单吨制造成本 基准 较国产高50%以上 较国产低15%-20% 成本优势显著

本项目产品

5%

≥98%

5.8-6.5μΩ·cm

≥20min

无氰、底能耗

较国产低15%-20%

核心设备全栈自研，关键专利多维布局

Ø 将申报上海市首台套重大技术装备认定，打破进口依赖，构筑“设备+材料”双重
护城河，领跑银包铜国产替代新赛道。

Ø 同时，计划在未来 1-2 年中，申报 5-10 件发明专利，以及多项实用新型专利、外
观专利和国际专利，构建完整的知识产权保护体系，覆盖产品配方、制备工艺、设
备、环保处理全链条。

设备工艺 首台套打破进口垄断，全链路自主可控  



核心团队 交大研发为基，软银资本为翼，量产实战为锚  

执行董事

•

 
总经理

  董事长



Ø完成公司注册及规范化制度建设

Ø核心生产基地完成选址并开工建
设，预计年内实现投产；

Ø启动首轮融资，投前估值
；

Ø围绕核心技术方向，布局多项发明
专利，初步构建技术壁垒。

Ø布局海外市场，进一步扩大产能，
实现 量产

Ø成立科技和研发中心，产学研一体
化

Ø持续完善全球专利布局，拓展银包
铜技术在多元化场景中的应用边界

Ø同步推进 ，
实现资源整合与业务协同。

Ø产能进一步攀升，实现 满
产，充分释放规模效应；

Ø开拓 生产线

Ø完成高新技术企业认证，全面提升
企业科技创新品牌资质；

Ø完善公司组织结构，上市合规准备

Ø致力于成为行业内知名的新材料企
业

Ø完成新材料全产业链的深度布局

Ø启动独立上市计划，借助资本市
场力量推动企业实现跨越式发展。

发展规划 成为行业标杆，启动上市计划 

2026

2027 2029

2028



产能爬坡期，预计年营收 元，净利润
元，上缴税 元

产能充分释放，预计年营收跃升至 元，净
利 ，上缴税 元

产能达产期，预计年营收 ，净利润
，上缴税收
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项目未来三年经营业绩预测

盈利回报 产能连续释放，营收、净利润可观，回报周期短 

动态投资回收期 内部收益率



项目首年可实现 产能订单，对应年营收 
元，净利润 元；投前  

元估值，对应静态 PE  倍。

项目总投资 8000 万元
投资项目 金额（万元） 占比

一、建设投资 75.00%

1. 建筑工程费 6.25%

2. 设备购置费 62.50%

3. 设备安装费 3.13%

4. 其他费用 3.13%

二、流动资金 25.00%

总投资合计 100%

投前估值  亿元

投资估值 技术壁垒高，市场空间大，公司成长快 



感谢聆听
THANK YOU FOR LISTENING


